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ses deux feuilles de revetement pour assurer le soudage 
de ces feuilles avec la plaque centrale par 
ramollissement du PVC. 

Lors des operations d'enrobage et/ou de pressage, il 
peut se produire que les plages de contact se trouvent 
recouvert es . par t iellement par le materiau d'enrobage ou 
aussi, par suite du fluage, par le PVC de la feuille de 
revetement adjacente, provoquant une inaccessibility des 
contacts electriques avec certaines plages de la carte. 

Pour eviter cet inconvenient, il est propose dans la 
demande de brevet precitee d'utiliser de petits pistons 
retractables assurant un recouvrement protecteur 
temporaire de ces plages pendant I'operation d'enrobage 
et/ou de pressage. 

La presente invention envisage une autre solution pour 
realiser la protection des plages de contact de la carte 
contre un recouvrement par le materiau d'enrobage et/ou 
le materiau de la feuille de recouvrement au cours de sa 
fabrication. 

Plus precisement, 1' invention est relative a un proc£d£ 
pour surelever les plages de contact electriques d*une 
carte a memo ire, ladite carte comportant un ensemble 
formS d'un circuit ^ntegre et d'un film support noyes a 
1' inter ieur d> la carte au cours d'une operation 
d'enrobage, les plages de contact const ituees par un 
depot de cuivre etame sur le support etant reliees aux 
bornes du circuit et accessibles a travers des 
ouvertures menagees dans la carte, caracterise en ce 
qu f il consiste a decouper des pastilles metalliques de 
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pastilles metalliques. Un tel melange eutectique a pour 
avantage de se former a une temperature relativement peu 
elevee et par consequent sans risque de dommages pour le 
materiau du film support ou pour la pastille de circuit 

integre si elle lui est deja raccordee. Les pastilles 
metalliques elles-memes peuvent etre consCituees soit 

int^gralement en indium ou en bismuth, soit en cuivre 

recouvert d'une Jegere couche d' indium ou de bismuth sur 

la face a souder. 

Suivant une autre caracter ist ique de !• invent *on f on 
soude prealablement des pastilles metalliques sur un 
film continu uniquement porteur des plages et des 

-reseaux de connexion, a ^exclusion des circuits 
integres, et on raccorde ul ter ieurement les circuits 
integres a leurs plages de contact respect ives. Les 
pastilles metalliques sont avantageusement obtenues a 
partir d*une bande metallique en deroulement synchrone 
avec le film porteur des plages de contact sur 
lesquelles elles sont disposees apres 1' operation de 
decoupe avant passage du film dans le poste de qjoudure. 
Les pastilles peuvent etre obtenues soit pas pbinffonnaqe 
d'une bande metallique intacte, soit par decoupe d'une 
languette rattachant encore chaque pastille a une bande 
metallique predecoup^e suivant leur configuration 
d'ensemble dans une phase de decoupe anterieure de la 

. bande. 

L* invention sera mieux comprise en se r^ferant k la 
description suivante en relation avec le dessin annexe 
qui representee a titre d'exemoles non limitatifs. 
divers modes de mise en oeuvre du orocede selon 
!• invention, Sur ce dessin : 



polyester, porteur d'un reseau de connexions 18 reliant 
les bornes du circuit 16 aux plages de contact 11. Cet 
ensemble est noye dans un mater iau d'enrobage 20 a 
l'exception des plages 11. Ces dernieres ont ete 
rehaussees, suivant la presente invention, par un apport 
de metal sous forme de pastilles 22 soudees sur les 
plages en cuivre etame 11 de mmiere a remplir presque 
integralement des orifices 21 pratiques dans la feuille 
de revetement 13 et permettant d' avoir acces aux plaqes 
11 de l'exterieur de la carte. 

Un exemple de mise en oeuvre du procede pour surelever 
Lgs plages de contact 11 consiste a souder les pastilles 
metalliques 22 sur les plages 11 avant 1' insertion de 
1' ensemble 16-18 dans la carte par formation d'un 
melange eutectique. Une soudure a 1 * eta in-plomb 
ordinaire necessitant une temperature de 200 C environ 
est en effet delicate, eu egard a l'adhesif qui 
roaintient le cuivre des connexions 18 et des plages de 
contact . 11 sur le film support 17, cet adhesif ne 
supportant guere une temperature superieure a 150° C. On 
realise la soudure en formant par pressage a chaud un 
melange eutectique d'etain et d v indium dont la 
temperature de fusion est de 117°C r ou un melange 
eutectique d'etain et de bismuth dont la temperature de. 
fusion est de 140°C entre l'etain initialement depose 
sur les plages 11 et le metal des pastilles rapportees ? 
comme metal formant les pastilles 22, on peut prendre de 
l f indium ou du bismuth, ou du cuivre revetu cot£ soudure 
d'une mince couche d f un des deux mater iaux precedents. 

Quelle que so it la matiere de la soudure et des 
pastilles metalliques adoptee, le processus operatoire 
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1 de 1* indium serait alors atteinte tandis que le bismuth 
ne fond, lui, qu'a 277°C. Toutefois, dans le cas d"un 
processus de moulage oar injection tres rapide, on peut 
admettre que le materiau thermofusible fondu a 180° C 

5 arrive au droit des pastilles en fin d f injection a une 
temperature inferieure a cette valeur et suffisamment 
basse pour ne plus necessiter imperat ivement le bismuth, 
et on peut done conserver, la encore, la solution 4 
1* indium. 

10 

Dans le cas de pastilles r^alisees en un metal autre que 
!• indium, on veillera a donner a ces pastilles une 
epaisseur telle que, vis-a-vis de celle de la feuille de 
"revetement 13, elles ne soient pas en saillie sur la 
15 carte pour eviter l # effet de poingon mentionne 
precedemment . 

Un autre exemple de mise en oeuvre du procede pour 
surelever les plages de contact consiste a executer 

20 prealablement la soudure des pastilles metalliques sur 
le film ou sont deposees les plages de contact 11 avec 
le reseau de connexions avaht me me que les circuits 
int£gr£s ne soient montes sur ce film et raccordes aux 
plages de contact, evitant ainsi une manipulation du 

25 film equip** des circuits int6gr£s. Le schema represent^ 
figure 3 illustre ce mode operatoire. Un premier 
enroulement 30 debite une bande de cuivre £tame 31 
d* epaisseur voisine de 0,1 mm. La bande de cuivre 31 
passe ensuite sur un rouleau 32 impr£gn£ d'un d£capant 

30 l^gerement adhesif, tel que par exemple un flux de 
soudure, avant de parvenir au poste de decoupe 33. 
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1 Une variante du mode de mise en oeuvre precedent 
consiste a utiliser un ruban metallique 40, represente 
figure 5, dans lequel les pastilles 41 ont ete 
predecoupees par un outil de decoupe de forme 

5 appropriee, ma is restent encore attachees au **uban 40 
par une languette 42, Le ruban 40 est alors entraine en 
synchronisme avec un film analogue au film 35 de la 
figure precedente, et les pastilles 41 sont detachees et 
soudees sur le film dans un meme poste. 

10 

II est naturellement possible d'app'iquer le procede de 
soudure a l'eutectique aux processus precedents 
otilisant le montage en serie de pastilles metalliques 
sur un film deja porteur de pistes conductrices et de 

15 plages de contact. II suffit pour cela d'utiliser pour 
1' elaboration des pastilles une bande de cuivre revetue 
d'une mince couche d' indium ou de bismuth sur l'une de 
ses faces, le reste du processus operatoire restant 
analogue et la temperature k laquelle s'effectue la 

20 soudure par pressage a chaud des pastilles etant adaptee 
a la temperature de fusion de I'eutectique choisi. 



25 
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- poingonner la bande metallique de maniere a decouper 
lesdites pastilles et & placer leur face adhesive 
au contact des plages de contact correspondantes du 
film supports et 

- souder lesdites pastilles sur les plages de contact 
par pressage a chaud. 

Procede suivant la revendicat ion 1, caracterise en ce 
qu f il consiste as 

- fa ire derouler un film support porteur d*une plura- 
lity de plages de contact et de reseaux de 
connexions, 

- fa ire derouler en synchronisme avec ce film une ban- 
de metallique, cette bande etant pr£d£coup£e pour 
presenter des pastilles a des emplacements 
correspondant aux emplacements des plages de 
contact sur le film et ces pastilles £tant 
rattachees respect ivement & la bande par une 
languette, 

- amener la bande et le film de maniere que les pas- 
tilles de la bande se superposent aux plages de 
contact sur le film, et 

- souder les pastilles sur leur plage de contact cor- 
respondante en decoupant simultanement la languette 
les rattachant h la bande. 



